白金薄膜感測器應用於微流道的現地溫度量測 
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1981年Tuckerman與Pease首先提出微流道具有非常優異的散熱能力，可進一步應用於電子元件之散熱。由於流道縮小至微米等級時，有諸如雷諾數過渡區間、熱傳學中Re-Nu-Pr的關係式不明確等問題，所以直接將感測器置於微流道中進行量測有其必要性。本文利用半導體薄膜鍍著製程先於玻璃基材上製作白金薄膜感測器，配合靜電鍵合技術，將玻璃基材與體型加工法所製作之矽質微流道結合，藉由現地量測設備之功能，直接觀察微流道中工作流體之溫度分布特性，可作為微流道研究課題之基礎研究。此外，本文也成功地設計製造出微流道角落凸角補償結構，解決以往因濕蝕刻產生的導角與長度縮減問題，此法可有效地控制微流道的長度，有助於進行微流道熱流分析與計算時之流道尺寸明確定義。�

